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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de sellado para aplicar una lámina de
plástico sobre un material de sustrato.

La invención se refiere a un dispositivo de sellar y
de estampar con un dispositivo de sello para apresar
una lámina de plástico sobre un material de sustrato
planar con la ayuda de calor y presión con una placa
de sello con una superficie activa y una contra-mor-
daza que se puede mover con respecto a esta, estando
puesto a continuación al dispositivo de sellar un dis-
positivo de estampar con punzonadora y contra-placa
para la introducción posterior de recortado con pun-
zón en posiciones seleccionadas dentro del material
de sustrato planar en la zona de la lámina de plástico
recubierta.

Dispositivos de sellar del tipo mencionado ante-
riormente en la práctica son conocidos por fabrican-
tes de envases. En un ejemplo se conoce una máquina
de relleno para fabricar y rellenar de un envase de lí-
quido que se fabrica de un tubo de material de envase
llenado y cerrando de forma continúa. El material de
envase en este ejemplo conocido es un material porta-
dor planar recubierto de plástico, usando papel o car-
tón como material portador. Dispositivos de apertura
de estos envases conocidos consisten de un agujero a
través del material de sustrato portador planar estan-
do cerrado el agujero en el lado interior del envase con
una película de plástico y en el lado exterior con una
tira. La tira y la lámina de plástico están soldadas uno
con otro, de manera que al abrir bruscamente la tira
para abrir el envase se arranca la zona por dentro del
agujero estampado de la lámina de plástico interior
formando una apertura para verter.

Anteriormente se soldaba directamente esta tira
sobre la lámina de plástico exterior del envase por
encima del agujero. Entonces se mostraba como des-
ventaja al abrir bruscamente de la tira que la lámina
exterior de plástico se arrancaba en forma de flecos
de forma que por fuera se veía parcialmente el cartón
con inscripción, impreso, parcialmente se veía el puro
cartón y parcialmente se veía desgarrones de plástico
que generaban para el consumidor final una sensación
mala en la boca al poner el envase en la boca para be-
ber.

Por esto ya se ha pasado a sellar encima otra pe-
lícula de plástico en la zona del futuro agujero que
rodea a este con cierta distancia sobre la capa de plás-
tico exterior del envase. En esta película de plástico o
la lámina de plástico que se denomina prepatch entre
los profesionales del sector de habla inglesa se trata de
un denominada lámina OPP que es transparente y que
se puede aplicar bien hacia abajo en el lado del enva-
se sobre la capa de plástico apoyada encima del mate-
rial portante y se une bien esta, mientras que desarro-
llen hacia fuera solamente fuerzas de unión débiles
capaces de pelar hacia la tira, especialmente entonces
cuando la tira es de aluminio recubierto de polietileno
(PE). El material de sustrato planar se estampa jun-
to con esta lámina de plástico o de prepatch aplicada
de película OPP. Si después la tira se retira para abrir
el envase entonces de forma ventajosa ya no se gene-
ran las zonas pequeñas en forma de parches con pu-
ro cartón, cartón recubierto y desgarrones de plástico.
Más bien ahora por el recubrimiento de esta lámina
de plástico prepatch, de este apaño de plástico o sec-
ción de plástico resulta para el consumidor final una
sensación buena en la boca cuando bebe el líquido del

envase.
En la fabricación de estos envases con este tipo

de material de sustrato planar se usa un dispositivo
de sellar y de estampar del tipo mencionado al princi-
pio para sellar encima el parche o la lámina de plásti-
co en el lado exterior futuro del material de sustrato,
realizando a continuación en seguida la estampación
descrita de todo el material de sustrato bajo la forma-
ción del agujero de verter. Por esto, a continuación
del dispositivo de sellar está puesto un dispositivo de
estampar en el que una punzonadora formado corres-
pondientemente se empuja atravesando todo el mate-
rial de sustrato con las diferentes capas y láminas de
plástico.

En este proceso de estampar ahora según el estado
de la técnica resulta un problema porque el material
de sustrato en el dispositivo de sellar se eleva a la tem-
peratura de sellar para el recubrimiento de la lámina
de plástico y poco después se conduce la zona elegida
para la estampación dentro del dispositivo de estam-
par, de manera que la punzonadora tiene que atravesar
un material de sustrato que se encuentra aún casi a la
temperatura de sellar. Como desventaja las líneas de
corte que se generan por la punzonadora se deshila
mas o menos fuertemente y se quedan colgados de
vez en cuando puros recortes o fibras de plástico o de
cartón. Si se sella encima de orificios cortados tan de-
ficientemente con una tira entonces de vez en cuando
resultan fugas y envases inútiles con fugas. En caso
de recipientes colectores grandes de envases, son su-
ficientes uno a tres envases no estancos para convertir
todo el recipiente colector es inútil y no vendible. Por
ello se ha realizado los más diversos intentos de evitar
esta deshilación al lado de las punzonadoras. De este
modo, por ejemplo, se ha averiguado que un sello de
estampar con un cuchillo circular y en estado nuevo
y muy afilado durante cierto tiempo produce cortes
limpios. Después de 150 horas de funcionamiento la
punzonadora, sin embargo, se quedaba tan sin filo y
desgastado que resultaron nuevamente deshilaciones.
Con otra desventaja los pedazos, flecos y recortes so-
bresalientes, se acumulan en el vástago de evacuación
de la máquina por lo que resultaron tapones. El inter-
cambio frecuente de herramientas de estampar repre-
senta como otra desventaja un incremento de costes
insoportable para un fabricante de envases.

La invención por lo tanto se basa en la tarea de
mejorar el dispositivo de sellar y de estampar del tipo
descrito al principio de tal manera que en los cortes
de estampar ya no se arrancan fibras ni el material de
suporte ni el plástico, sino de producen cortes limpios
sin resaltes.

La solución de esta tarea según la invención se
consigue porque la placa de sello del dispositivo de
sellar en su superficie activa, orientada hacia las con-
tra-mordazas tiene zonas elevadas y deprimidas y la
posición de las zonas deprimidas en la placa de sello
corresponde con la posición de la/las punzonadoras
de manera que el corte de estampado en los sitios se-
leccionados llega a apoyarse allí donde a consecuen-
cia de las zonas deprimidas de la placa de sello casi
no ha tenido lugar ningún calentamiento del material
de sustrato con sus recubrimientos. Primeramente hay
que asumir que con la placa de sello especialmente
configurada con las zonas elevadas y deprimidas en
su superficie activa se sella la lámina de plástico en
un mayor área de superficie del material de sustrato,
donde a continuación se deben introducir cortes de es-
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tampado en el dispositivo de estampar y alrededor de
estos. Estos cortes de estampado se consiguen de una
calidad especialmente elevada, es decir, como cortes
afilados sin deshilaciones, si la punzonadora atraviesa
por zonas más frías del material de sustrato. Si aho-
ra mediante configuración especialmente acertada de
la placa de sello se prevén en una posición determi-
nada en puntos seleccionados zonas deprimidas que
en el paso siguiente se ofrecen al proceso de estam-
pado dentro del dispositivo de estampar entonces la
punzonadora puede penetrar en zonas del material de
sustrato que no han sido elevadas a una temperatura
más alta como es necesario en sí en otras zonas (ele-
vadas) para el recubrimiento de la lámina de plástico.
La lámina de plástico por lo tanto se puede aplicar con
adherencia útil sobre el material de sustrato, en donde
(mediante las zonas deprimidas de la placa de sello)
se producen zonas más frías en puntos seleccionados,
ya que justamente a consecuencia de las zonas depri-
midas de la placa de sello allí casi no se produce ca-
lentamiento. Sorprendentemente se ha mostrado que
cortes de estampado realizados de este modo se pue-
den realizar afilados y sin deshilarse también cuando
el cuchillo de corte haya sido utilizado muchas horas
de funcionamiento. Mediante la placa de sello confi-
gurada de este modo con zonas deprimidas sorpren-
dentemente se está en la situación de realizar cortes
sin resaltes también en caso del material de sustrato
recubierto.

En otra configuración ventajosa de la invención
está previsto que el dispositivo de estampar esté pro-
visto que a una distancia determinada en la dirección
de impulsar del material de sustrato detrás del disposi-
tivo de sellar está dispuesto el dispositivo de estampar
y se realice un direccionamiento coordinada de ambos
dispositivos de tal manera que las áreas seleccionados
en el material de sustrato en el dispositivo de sellar
llegan a posicionarse encima de las zonas deprimidas
y después en el dispositivo de estampar por debajo
de la/las punzonadoras. El dispositivo de sellar y el
dispositivo de estampar pueden ser dos aparatos sepa-
rados que están dispuestas uno tras otro de la forma
prescrita de tal manera que el material de sustancia,
sea este en forma de arco o en forma de cinta, primero
se conduce dentro del dispositivo de sellar y a conti-
nuación dentro del dispositivo de estampar. El tiempo
que transcurre para transportar el material de sustrato
desde el dispositivo de sellar hacia el dispositivo de
estampar alcanza entre un segundo y tres minutos y
de forma preferente es de dos segundos. En este ca-
so es esencial que el material de sustrato se caliente
en el dispositivo de sellar a la temperatura de sellar,
la que es aproximadamente 160ºC, y que después del
tiempo transcurrido el material de sustrato, cuando es
trabajado en el dispositivo de estampar, aún tenga una
temperatura relativamente alta de tal manera que la o
las capas o bien láminas o películas de plástico aún
son relativamente blandas. En este caso resultaría el
deshilado descrito anteriormente si no se usara la pla-
ca de sello configurada según la invención.

Si se habla que el material de sustrato en el dispo-
sitivo de sellar se encuentra encima de las zonas de-
primidas y a continuación por debajo del cuchillo de
estampar dentro del dispositivo de estampar entonces
“por encima” y “por debajo” no se refiere tanto a una
dirección espacial, sino la posición para el engranaje
(con el efecto correspondiente) de las zonas deprimi-
das por una parte y de la punzonadora por otra parte

sobre el material de sustrato. En una forma de reali-
zación preferida también el material de sustrato llega
a posicionarse espacialmente por encima de las zonas
deprimidas, es decir, la placa de sello se acerca desde
abajo al material de sustrato y lo empuja hacia arriba
contra las contra-mordazas. En esta o en otra forma de
realización preferida también en el dispositivo de es-
tampar el material de sustrato llega a posicionarse de
forma preferente por debajo de el o bien de las pun-
zonadoras, es decir, el punzonadora se mueve desde
por encima del material de sustancia a través de este
hacia abajo penetrándolo un poco para conseguir el
estampado. En otros aparatos pueden ser apropiadas
también otras direcciones de movimiento de la placa
de sello y de la punzonadora.

Si ahora el dispositivo de sellar es un aparato se-
parado del dispositivo de estampar, no obstante, los
dos dispositivos tienen que ser direccionados de for-
ma coordinada para que el material de sustrato en las
áreas seleccionadas se quede protegido contra una su-
bida de temperatura y la o las punzonadoras solo tra-
bajen en estos áreas que se han quedado frías, ya que
se debe evitar que una punzonadora penetre dentro
de un material de sustrato con alta temperatura. Por
esto el direccionamiento coordinada del dispositivo
se refiere primeramente a la forma local para que la
posición de las punzonadoras esté orientada de for-
ma correcta hacia las áreas en el material de sustra-
to que se han quedados fríos. Solo en segundo lugar
con el direccionamiento coordinada se trata de una in-
fluencia temporal. En la práctica máquinas preferen-
tes contienen los dos dispositivos en una línea de ela-
boración en la que se mueve de forma intermitente un
material de sustrato planar en forma de cinta, primero
dentro del dispositivo de sellar y después dentro del
dispositivo de estampar. Ya que simplemente por el
espacio dentro de la máquina los dos dispositivos se
colocan relativamente juntos uno a otro también re-
sulta que el tiempo entre la estancia en el dispositivo
de sellar hasta la estancia en el dispositivo de estam-
par sea demasiado corto para que la temperatura del
material de sustrato elevada por la placa de sello se
enfríe sustancialmente de un dispositivo al otro.

Según la invención además está previsto que las
zonas deprimidas en la superficie activa de la placa de
sello formen un dibujo que es una imagen del dibujo
de la/de las punzonadora del dispositivo de estampar
en la misma escala, de manera que ambos dibujo son
congruentes. La placa de sello actúa de este modo co-
mo un patrón que genera sobre el material de sustrato
un dibujo de temperatura como una imagen térmica.
Este dibujo de las zonas deprimidas de la placa de se-
llo coincide en las medidas esenciales con la posición
del o de las punzonadoras - con una excepción que se
explica a continuación. Debido a esta coincidencia y
congruencia de los dibujos en los dos dispositivos se
asegura que la punzonadora - en la forma, orientación
o configuración que sea - solo estampa el material de
sustancia en las áreas que se mantienen frías. De es-
te modo se evitan ventajosamente los deshilados, de
manera que en el dispositivo de estampar de la má-
quina tampoco existen los tapones desventajosos del
tipo mencionado al principio.

La excepción mencionada anteriormente consiste
en que una punzonadora y también su efecto (el corte)
son sustancialmente más finos que las profundizacio-
nes o entalladuras en forma de ranura en la placa de
sello. La invención además está caracterizada porque
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la zona deprimida de la placa de sello es más ancha
que la punzonadora de la estampadora y abraca a los
cortes de estampado del dibujo de estampado por to-
dos los lados. Al cumplir esta condición se asegura
que la punzonadora o la herramienta de estampar solo
corta zonas frías del material de sustrato y no hay que
temer que se deshilen en ningún lado.

Si en otra configuración ventajosa de la invención
la placa de sello es de metal y en su superficie activa
está fresada para la formación de las zonas deprimi-
das, en donde la superficie activa preferentemente está
recubierta de un material de plástico resistente a abra-
sión el dispositivo de sello y especialmente la placa
de sello se pueden fabricar de forma sencilla, econó-
mica y eficaz. Ha resultado especialmente ventajoso
usar aluminio como metal para la placa de sello. De
las zonas deprimidas entonces resulta un dibujo deter-
minado de ranuras, en donde las zonas elevadas natu-
ralmente se forman por el material que se ha quedado
(por ejemplo, aluminio).

Para sellar de forma económica la superficie acti-
va de la placa de sello se recubre preferentemente con
el material de plástico resistente a abrasión mencio-
nado en el que en una forma de realización ventajosa
se trata de teflón. Después de aplicar calor y presión
mediante la placa de sello su superficie activa se des-
prende más fácil de nuevo de la lámina de plástico, es
decir, de la sección o del parche exterior fijado.

El material de sustrato puede ser cualquier ma-
terial portador al menos parcialmente recubierto de
plástico, por ejemplo, cartón o papel. El problema
con el deshilado o el estampado con fibras se presen-
ta siempre que una lámina de plástico en un material
portador debe ser estampada a una temperatura en la
zona de la temperatura de reblandecimiento del plás-
tico. En el caso del material de sustrato se puede tratar
de piezas en forma de placas y en forma de arcos.

Según la invención es especialmente preferido que
el material de sustrato planar en forma de cinta se pue-
da mover de forma intermitente mediante medios de
tracción desde el dispositivo de sellar al dispositivo
de estampar. Un dispositivo de este tipo en el que am-
bos dispositivos han sido unidos se usa de forma muy
apropiada como agregado de apertura para una má-
quina rellenadora, en donde este agregado de apertura
en dirección de alimentación del material de sustrato
en forma de cinta está previsto antes de la máquina
rellenadora.

De este modo, por ejemplo, según la invención ha
resultado ventajoso que el dispositivo de sellar per-
tenezca a un agregado de apertura para una máquina
rellenadora para envases de líquidos y el material de
sustrato sea una cinta de material portador dispuesta
de varias capas de plástico con líneas de entalladura
para la fabricación de un envase con tira y el dibujo
de la punzonadora sea un círculo. Son bien conoci-
dos envases de líquidos con forma similar a un para-
lelepípedo rectangular. También es conocido fabricar
envases de líquidos de este tipo de cartón recubier-
to de plástico como material de sustrato, en donde
se transporta de la cinta de cartón que se mueve de
forma intermitente a través de la máquina rellenado-
ra finalmente el envase relleno y cerrado. Este envase
también tiene un orificio de vertido que consiste de
un agujero introducido en el recubrimiento del envase
que se cierra desde arriba, el futuro lado exterior del
envase mediante una tira y preferentemente se imper-
meabiliza por dentro mediante otra lámina de plástico

(protección de canto de las líneas de corte).
Una máquina de papel antepuesta produce la cin-

ta con los cortes de envase, en donde esta cinta del
material de envase tiene el cartón mencionado como
portador que está recubierto preferentemente con va-
rias capas. A ello pertenece por ejemplo una capa de
aluminio y capas de polietileno aplicadas sobre ellas.
Antes de sellar la tira en el lado exterior y de la lámina
de plástico (polietileno) en el lado interior del futuro
envase sobre el agujero, es decir antes de que se rea-
licen estos dos últimos recubrimientos, se estampa la
cinta de material portador provista de los diferentes
recubrimientos bajo la formación del agujero y en ca-
so de un agujero en forma circular entonces el dibujo
de la punzonadora correspondientemente es un círcu-
lo. La cinta de material portador recubierta también
está provista con varias líneas de entalladura conoci-
das en sí para formar el envase mediante doblaje a
partir del tubo relleno con el contenido líquido y lue-
go cerrado sellándolo. En estas máquinas de fabrica-
ción o bien de relleno de envases se presentó el pro-
blema mencionado al principio de la permeabilidad
desde hace años, sin que por parte de la herramienta
se pudiera ofrecer una solución razonable. Solamente
la invención con la placa de sello configurada espe-
cialmente y de las zonas deprimidas con cuya ayuda
pueden mantenerse frías las zonas de corte ha resuelto
el problema plenamente satisfactorio. Ahora se pue-
den fabricar envases de líquido en grandes números
por unidad de tiempo con maquinas de relleno poten-
tes y pueden ser unidos en recipientes colectores, sin
que se presente ni siquiera un envase con fuga.

Otras ventajas, características y posibilidades de
aplicación de la invención resultan de la siguiente
descripción de una forma de realización preferida en
combinación con los dibujos adjuntos. En esto mues-
tran:

Figura 1 la vista desde arriba sobre una pieza trun-
cada de un material de sustrato en forma una cinta de
cartón recubierta de plástico después de fijar de forma
tradicional el parche de plástico exterior con el estam-
pado subsiguiente de un agujero,

Figura 2 en una vista en sección transversal a la
izquierda el dispositivo de sellar y a la derecha el dis-
positivo de estampar antes de estampar en una forma
de realización según la invención,

Figura 3 en la misma vista en sección transversal
como en la Figura 2 el dispositivo de estampar poco
después de estampar el agujero,

Figura 4 una vista similar como en la Figura 1,
en este caso, sin embargo, con el producto producido
según la invención en el que el parche de plástico apli-
cado desde arriba sobre la cinta de cartón recubierta
tiene una zona libre de sello alrededor del agujero es-
tampado en el centro, y

Figura 5 una vista en sección transversal del ma-
terial de sustrato preferido con línea de estampado di-
bujada con trazos y de forma esquemática una línea
dispuesta entre ella para la ilustración, que las capas
exteriores están selladas una con otra.

La Figura 1 muestra la vista a una pieza abierta de
un material portador o un material de sustrato 1 en for-
ma de cinta. La cinta de este material 1 se transporta
en la dirección de transportador 2 desde la izquierda
a la derecha de forma intermitente en las Figuras 1 a
4. Con la referencia 3 están indicadas dos líneas de
entalladura que se extienden de forma perpendicular
a la dirección de transportador 2 de material de sus-
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trato y presentan una parte del corte del futuro enva-
se. En esta representación esquemática de las Figuras
mediante de las dos líneas de entalladura 3 se deben
formar la pared superior 4 del envase en la que luego
se dispone el dispositivo de apertura y con ello tam-
bién al agujero 5. El agujero 5 de verter resulta de la
introducción del corte de estampado 6 en el material
de sustrato. En la Figura 5 el recortado con punzón
6 está ilustrado mediante las dos líneas en trazos que
atraviesan el material de sustrato recubierto pero no
atraviesan a ambas capas exteriores.

El recortado con punzón 6, no obstante, atravie-
sa también el parche aplicado por fuera de la lámina
de plástico 7. En este caso el lado exterior del envase
de bebida futuro de esta forma de realización especial
en la dirección de vista del observador a las Figuras
hay que imaginarlo encima del material de sustrato 1
y en la representación en sección transversal debajo
del material de sustrato 1 de la Figura 5; entonces el
lado interior en las Figuras 2, 3 y 5 arriba y en caso
de la vista desde arriba de las Figuras 1 y 2 detrás de
la piezas truncadas. En un dispositivo de sellar sola-
mente en la Figura 2 generalmente referenciada con 8
la lámina de plástico 7 en forma de parche se sella en-
cima antes de estampar el agujero 5, sin embargo, en
el ejemplo de la Figura 1 de modo habitual en el que
una placa de sello no representada con una superficie
plana y lisa hay que imaginársela igualmente repre-
sentada como la contra-mordaza 9 del dispositivo de
sellar 8 en la Figura 2. Esto tiene como consecuencia
que toda el área sombreada en la Figura 1 de la lámina
de plástico 7 mediante el sellado se eleva a la tempe-
ratura de reblandecimiento y el recortado con punzón
6 (de manera no representada en la Figura 1) está des-
hilado y dispuesto de resaltes con fibras. En el caso
del agujero 5 fabricado de forma habitual pueden pre-
sentarse sitios no herméticos repetidamente en la zona
del orificio de verter. Si no se considera en la Figura
1 la zona no sombreada del agujero 5, se reconoce el
área de sello 10 cuadrado que se encuentra práctica-
mente por debajo de toda la lámina de plástico 7.

Para evitar las desventajas relacionadas con esto la
placa de sello 11 dispuesta en la Figura 2 por debajo
del material de sustrato 1 que según la flecha 12 está
apoyada, alojada y fijada desde abajo presenta zonas
deprimidas 13 en forma de ranuras y a su lado zonas
elevadas 14. Si se parte de que las zonas elevadas 14
en el proceso de fresado se forman dejándolas pues-
tas entonces en la fabricación de la placa de sello en
zonas seleccionadas se puede fresar las zonas depri-
midas 13 con el ancho deseado para la formación del
dibujo. El ancho de las zonas deprimidas 13 alcanza
aproximadamente 2 a 20 mm, preferentemente 5 a 15
mm, y la profundización genera una diferencia de al-
tura de 0,5 a 4 mm, preferentemente 1,5 a 3 mm y
especialmente preferente 2 mm. El recubrimiento de
teflón se aplica después de tal manera que se encuen-
tra tanto el las zonas elevadas 14 como en las zonas
deprimidas 13 como, sin embargo, no está represen-
tado en la Figura 2. En el caso del agujero de verter
5 la línea del recortado con punzón 6 recorre aproxi-
madamente según un círculo, de manera que resulte
el dibujo de un círculo. A este dibujo de círculo no
solo le siguen la punzonadora 15 y con ello también
la línea del recortado con punzón 6, sino también las
zonas deprimidas 13. El material de sustrato 1 en for-
ma de cinta se extiende tanto a través del dispositivo
de sellar 8 de la Figura 2, como a través del disposi-

tivo de estampar 16 y se mueve de forma continua en
la dirección de transporte 2. La lámina de plástico 7
en forma de parche exterior se muestra en la Figura 2
mediante una raya en el área del dispositivo de sellar 8
por debajo del material 1 porque la lámina de plástico
7 se debe sellar en el lado exterior del material 1. Si
ahora se empuja las contra-mordazas 9 móviles sobre
la placa de sello 11 con un material de sustrato 1 in-
terpuesto entre ellos con lámina de plástico 7 entonces
se calientan las zonas apoyadas gris en el material 1
ya que estos están en frente de las zonas elevadas 14
de la placa de sello 11. Entre ello resultan las zonas
frías 17 en la cinta del material de sustrato 1.

Si se traspasa este pensamiento a la representación
de la Figura 4 entonces se reconoce una zona anular
casi en forma de círculo con un sombreado desde arri-
ba a la izquierda hasta abajo a la derecha lo que pre-
senta la zona fría 17. En este caso, sin embargo, hay
que tener en cuenta que antes del estampado del agu-
jero 5 esta zona fría 17 se extienda también algo más
hacia dentro también más allá de la línea de estampa-
do 6 ya que el recortado con punzón 6 tiene que estar
rodeado completamente en ambos lados con las zonas
frías 17.

En la representación de la Figura 2 esto se ve cla-
ramente porque las zonas frías 17 se encuentran ca-
si centradas en el material de sustrato 1 en forma de
cinta por debajo de la punzonadora 15. Si la punzo-
nadora 15 configurada como sello en este ejemplo de
realización se mueve atravesando en la dirección de
la flecha 18 hacia abajo a través del material de sus-
trato 1 entonces no solo se fundamenta el recortado
con punzón 6, sino que se ve también la zona de se-
llo caliente 19 que de la placa circular 20 estampada
con la lámina de plástico 7 adherente por debajo, y
lateralmente al lado de los dos recortados con pun-
zón 6 exteriores se une de nuevo las zonas frías 17
blancas en el material portador 1 representadas en la
Figura 3. En ambos lados del recortado con punzón
6 entonces se encuentra piezas de las zonas frías 17
con la consecuencia de que el recortado con punzón 6
ha sido realizado completamente a través del material
frío. Por esto se consigue el recortado con punzón 6
libre de fibras y flecos, limpio en el dibujo deseado en
el caso de la forma de realización representada aquí
aproximadamente en forma de círculo.

En la Figura 3 se tira entonces de nuevo hacia arri-
ba el sello con el cuchillo de estampado 15 en la di-
rección opuesta respecto a la flecha 18 de movimiento
y entonces existe el estado mostrado en la Figura 4 en
vista desde arriba.

Se entiende que la contra-placa 21 del dispositi-
vo de estampar 16 en áreas seleccionados presente la
delimitación circular del agujero para con la punzo-
nadora 15 conseguir un efecto de cizallamiento para
el estampar el agujero 5.

La distancia en dirección de transporte 2 del dis-
positivo de estampar 16 del dispositivo de sellar 8 re-
sulta según la Figura 2 de la distancia perpendicular
de las flechas 9 y 18 que se encuentran aproximada-
mente en la línea central del dispositivo, respectiva-
mente.

En la Figura 5 se ve esquemáticamente una sec-
ción transversal truncada a través del material de sus-
trato denominado en general con 1. La cinta de ma-
terial portador 22 en esta forma de realización es una
cinta de cartón y está representada como una cinta re-
lativamente gruesa aproximadamente en el centro con
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un sombreado desde arriba a la izquierda hasta abajo
a la derecha. Hacia abajo desde esta cinta central 22
están aplicadas las capas exteriores, las capas interio-
res hacia arriba si se considera el futuro envase. Una
capa de aluminio 23 está aplicada en el interior y una
capa de aluminio evaporada 24 en el exterior y las dos
están representadas mediante un sombreado de cruz.
Hacia fuera entonces sigue la capa de impresión 25
con una representación de sombreado de dos líneas
de sino que recorren desfasadas entre sí. Es conoci-
do disponer envases en el exterior con una impresión
y cuando se aplica esta sobre una capa de aluminio
evaporada 24 en forma de la capa de impresión 25 en-
tonces se puede conseguir un efecto de brillo como
en esta forma de realización especial. De protección
se aplica entonces una lámina de plástico en cada ca-
so en el exterior sobre la capa de impresión 25 y en el
interior sobre al capa de aluminio 23, preferentemen-
te de polietileno (PE). Esta se denomina en ambos la-
dos con 26 y prácticamente no está provista de ningún
sombreado.

Hasta esta capa de PE 26 se trata del material de
sustrato 1 en forma de cinta. Sobre este luego se se-
lla en el dispositivo de sellar 8 la lámina de plástico
7 en forma de parche con ayuda de la placa de sellar
14 especial. En la Figura 5 se muestra el estado se-
llado y esta lámina de plástico 7 está indicada con un
sombreado ajustado y corta desde arriba a la izquierda

hasta abajo a la derecha.
En este estado, es decir el material de sustrato 1

más lámina de plástico 7 se realiza el estampado, de
manera que resulte el recortado con punzón 6 repre-
sentado como línea de trazos. El material de sustrato
mencionado con los parches 7 de plástico ahora pre-
senta un agujero que luego se puede utilizar como
agujero de verter. Antes, sin embargo, el envase tie-
ne que ser estanco. Para ello se sella desde fuera una
tira 27 que en la Figura muestra un sombreado desde
abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha. En el
caso de esta tira 27 se trata de aluminio recubierto de
polietileno como se conoce en sí. En el lado interior
opuesto, es decir arriba en la representación de la Fi-
gura 5, se sella encima otra capa de polietileno sobre
el agujero y se sella con la tira 27. Esta última unión
mediante sellar entre la capa de polietileno 28 inte-
rior y la tira 27 exterior se representa en la Figura 5
mediante una línea 29 continua con dos puntos extre-
mos. Si el consumidor arranca bruscamente la tira 27
del envase de bebida lleno entonces también arranca
bruscamente la capa de polietileno 28 interior en la
zona del agujero de verter 5 para conseguir acceso al
contenido del envase y para poder usar el agujero de
verter 5. La capa de polietileno 28 interior está indi-
cada mediante un sombreado con rayas desde abajo a
la izquierda hasta arriba a la derecha alternativamente
y puntos intercalados.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo de sellar (8) y de estampar (16) con
un dispositivo de sellar (8) para recubrir una lámina
de plástico (7) sobre un material de sustrato (1) planar
mediante calor y presión con una placa de sello (11)
con superficie activa y una contra-mordaza (9) móvil
respecto a esta, en donde al dispositivo de sellar (8)
está puesto a continuación un dispositivo de estampar
(16) con punzonadora (15) y contra-placa (21) para
la realización posterior de recortado con punzón (6)
en zonas seleccionadas en el material de sustrato (1)
planar en el área de la lámina de plástico (7) aplica-
da, caracterizado porque la placa de sello (11) del
dispositivo de sellar (8) en su superficie activa, orien-
tada hacia las contra-mordazas (9) tiene zonas eleva-
das (14) y deprimidas (13) y la posición de las zonas
deprimidas (13) en la placa de sello (11) corresponde
a la posición del/de los cuchillo(s) de estampar (15),
de manera que el/los recortado(s) con punzón (6) en
las zonas seleccionadas se apoya allí en el material de
sustrato (1) donde a consecuencia de las zonas depri-
midas (13) de la placa de sello (11) casi no se produce
ningún calentamiento del material de sustrato (1) con
sus recubrimientos.

2. Dispositivo de sellar y de estampar según la rei-
vindicación 1, caracterizado porque en un distancia
determinada en dirección de transporte (2) del mate-
rial de sustrato (1) está dispuesto el dispositivo de es-
tampar (16) por detrás del dispositivo de sellar (8) y
un direccionamiento coordinado de ambos dispositi-
vos (8, 16) se realiza de tal manera que los áreas selec-
cionados en el material de sustrato (1) llegar a parar
en el dispositivo de sellar (8) por encima de las zonas
deprimidas (13) y a continuación llegar a parar en el
dispositivo de estampar (16) por debajo de la/de las

punzonadora(s) (15).
3. Dispositivo de sellar y estampar según la reivin-

dicación 1 o 2, caracterizado porque las zonas depri-
midas (13) en la superficie activa de la placa de sello
(11) formen un dibujo que es una imagen del dibujo
de la/de las punzonadoras (15) del dispositivo de es-
tampar (16) en la misma escala, de manera que ambos
dibujos son congruentes.

4. Dispositivo de sellar y de estampar según una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracteriza-
do porque la zona deprimida (13) de la placa de sello
(11) es más ancha que la punzonadora (15) de la es-
tampadora y los recortados con punzón (6) abarca el
dibujo de estampado por todos lo lados.

5. Dispositivo de sellar y estampar según una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado
porque la placa de sello (11) consiste de metal y en su
superficie activa está fresada para la formación de las
zonas deprimidas (13), en donde de forma preferente
la superficie activa está recubierta de un material de
plástico resistente contra abrasión.

6. Dispositivo de sellar y de estampar según una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracteriza-
do porque el material de sustrato (1) planar en forma
de cinta se puede mover de forma intermitente con la
ayuda de medios de tracción desde el dispositivo de
sellar (8) hacia el dispositivo de estampar.

7. Dispositivo de sellar y de estampar según una
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracteriza-
do porque pertenece a un agregado de apertura para
una máquina rellenadora para envases de líquido y el
material de sustrato (1) es una tira de material porta-
dor (22) dispuesto de varias capas de plástico (23, 24,
26) con líneas de entalladura (3) para la fabricación
de un envase con tira (27) y el dibujo de las punzona-
doras (15) es un círculo.
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